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1.了解電路板分析與拆焊相關技術。 , -- , 1 專業技能

2.能分析電路板故障原因，排除故障問題。 , -- , 2 工程實務

3.建立後續學習各

種電路板分析與

拆焊技巧之能

力。

 , -- , 5 終身學習

4.學習電路維修能

力，避免失誤。

 , -- , 6 熱誠抗壓
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了解電路板分析與拆焊相關技術。 , 課堂講授 , 實作

能分析電路板故障原因，排除故障問題。 , 實作演練 , 實作

建立後續學習各

種電路板分析與

拆焊技巧之能

力。

 , 實作演練 , 實作

學習電路維修能

力，避免失誤。

 , 實作演練 , 實作

透過分組討論與實作，學習電路板分析與拆焊技巧。 , 實作演練 , 實作
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